INTERFLUX® :
BLBCTRONICS IF 2005-series

Documento de Aplicacion

Descripcidn:

La serie Interflux’ IF 2005-consiste de tres fluxes que son fabricados sin el tradicional contenido como colofonia y
resina. Estos no dejan residuos viscosos que pueden causar problemas de contacto. La compatibilidad con el
recubrimiento conformal sin limpieza es muy alto. La serie IF 2005 es absolutamente libre de halégenos.
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Poductos en la foto pueden ser distintos al producto entregado

Aplicacion:

La serie IF 2005 consta del IF 2005M, IF 2005K e IF 2005C. La diferencia entre los fluxes es su contenido sélido. Los
fluxes son intercambiables hasta cierto nivel, pero se puede hacer una clasificacién aproximada. La siguiente tabla
muestra el proceso recomendado para cada tipo de IF 2005.

Contenido Sélido Aplicacion General
IF 2005M 1,8% Soldadura por Ola SnPb
IF 2005K 2,5% Soldadura por Ola Pb-free
IF 2005C 3,3% Soldadura Selectiva

Parameteros:

Los parametros y condiciones de un proceso especifico determinaran el tipo de serie IF 2005 mas adecuado. La
tabla de la pagina siguiente indica como ciertos pardmetros influyen en la eleccion del tipo de flux. La suma de
las puntuaciones para cada parametro aplicable dara un resultado para cada tipo de flux. La puntuacién mas alta
indica el flux mas adecuado para el proceso.
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Tabla de parametros del proceso de aplicacion

Bomba spray Alto Pre- Bajo Pre- o o
) ) ) Superficies [Nitrégeno en
Flux flux inestable | calentamiento | calentamiento | Alta masa )
] ] ] o poco ola libre de
espumado | con cantidades necesario necesario térmica
) soldables plomo
bajas >150°C <80°C
IF 2005M 3 2 1 3 1 1 2
IF 2005K 2 3 2 2 2 2 3
IF 2005C 1 1 3 1 3 3 1
Aire en | Nitrégeno | | _ |Alta T’ libre de| Largos Residuos | Limpieza
) Aire en ola | Turbulencia ) o
ola libre | en ola con plomo tiempos de| minimos | del marco
con SnPb enola )
de plomo SnPb >270°C contacto | requeridos | de soldar
IF 2005M 1 3 3 1 1 1 3 3
IF 2005K 3 2 2 2 2 2 2 2
IF 2005C 2 1 1 3 3 3 1 1

Flux espumado

Un fluxer de espuma siempre aplica la cantidad maxima de flux. En algunos casos, esto puede provocar un exceso
de residuos con mayor contenido de sélidos. En estos casos es mds adecuado un menor contenido en sélidos.

Bomba spray flux inestable con cantidades bajas

Algunos fluxores de aspersidn (spray) se vuelven inestables cuando trabajan con volimenes de aspersion bajos. Un
contenido de sélidos mas bajo permite un mayor volumen de aspersidon con la misma activacidén aplicada al tablero.

Alto pre-calentamiento necesario > 150°C

Los ajustes de precalentamiento altos se utilizan a menudo para promover la humectacidn de los orificios pasantes
al soldar tarjetas o componentes con alta masa térmica, o para reducir el choque térmico. Estas configuraciones
altas de precalentamiento pueden provocar el agotamiento del flux. Los contenidos mas altos de sélidos son menos
sensibles a este fenédmeno.

Bajo pre-calentamiento necesario < 80°C

Las bajas temperaturas de precalentamiento se utilizan a menudo cuando se soldan componentes sensibles al calor,
cuando se requiere un alto rendimiento, o debido a limitaciones de la maquina. Un contenido de sélidos mas bajo
limita el riesgo de residuos excesivos en estos casos.
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Alta masa térmica

Los componentes o tarjetas con gran masa térmica requieren mas calor en el proceso de soldadura. Este calor
puede causar agotamiento del flux. Los contenidos mas altos de sélidos son menos sensibles a este fenémeno.

Superficies poco soldables

Las superficies muy oxidadas, I-Sn demasiado finas, OSP degradado, etc... son dificiles de soldar. Usar mas actividad,
mas contacto de ola, o temperaturas de soldadura mds altas, pueden mejorar el resultado de la soldadura. Los
contenidos de sélidos mas elevados son mas adecuados.

Nitrégeno en ola libre de plomo

La atmdsfera de nitrégeno previene la oxidacidn durante el proceso de soldadura por ola sin plomo. Los contenidos
de sdlidos mas bajos son mas adecuados.

Aire en ola libre de plomo

Soldar al aire provocara oxidacién durante el proceso de soldadura por ola sin plomo y requiere mas activacion. Los
contenidos de sélidos mas elevados son mds adecuados.

Nitrégeno en ola con SnPb

When wave soldering with SnPb alloys, lower working temperatures are used than with the lead-free alloys. In
combination with nitrogen, the lowest solid content is the most suitable.

Aire en ola con SnPb

El SnPb es menos sensible a la oxidacion que las aleaciones sin plomo. En muchos casos el contenido de sélidos mas
bajo es el mas adecuado.

Turbulencia en ola

Las ondas turbulentas eliminardn una gran cantidad de flux y pueden causar defectos de soldadura como puentes,
correas, etc. Los contenidos mas altos de solidos son menos sensibles a este fendémeno.

Alta T° de trabajo libre de plomo >270°C

A menudo se utilizan altas temperaturas de trabajo al soldar tarjetas o componentes con una gran masa térmica o
superficies con mala soldabilidad. Los contenidos de sélidos mas elevados son mds adecuados.

Largos tiempos de contacto

A menudo se utilizan tiempos de contacto prolongados cuando se soldan superficies con mala soldabilidad. Los
contenidos de sélidos mds elevados son mas adecuados.
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ELECTRONICS

Residuos minimos requeridos

Cuando se requiere un residuo minimo, los contenidos de sélidos mds bajos son mds adecuados.

Limpieza del marco de soldar

contenido de sélidos facilita el proceso de limpieza.

Advertencia

producto comentado se vende sin dicha garantia, ya sea expresa o implicita.

Derechos Reservados:

INTERFLUX ELECTRONICS N.V. Ultima versionide este

document en:

www.interflux.com

Los marcos de soldadura tienden a acumular residuos después de multiples pasadas por el proceso. El menor

Debido a que Interflux® Electronics N.V. no puede anticipar ni controlar las diferentes condiciones bajo las cuales se pueden utilizar esta informacién y nues-
tros productos, no garantizamos la aplicabilidad o exactitud de esta informacion ni la confirmidad de nuestros productos en una situacién determinada. Los
usuarios de nuestros productos deben realizar sus propias pruebas para determinar la conformidad de cada producto para sus propdsitos particulares. El
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